申　　出　　書

　　年　　月　　日
一般財団法人 ソフトウェア情報センター

理事長　　  　　　　　　　　　　　   殿
1． 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称

2． 申出の趣旨

秘密保持のため、最上層から数えて第○層目の図面に代えて、対応する設計仕様を表した数値を記載したマイクロフィッシュを提出します。
3． 申請者

　

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4． 代理人

　

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　


















